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前 言

概述

本文档主要阐述 HINLINK-Sensor板模组的产品特点，接口特性等。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称 产品版本

HINLINK-Sensor板模组

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

 技术支持工程师

 技术开发工程师

 销售工程师
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符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号 版本

用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重

的人身伤害。

用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严

重的人身伤害。

用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的

人身伤害。

用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备

损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。

不带安全警示符号的“注意”不涉及人身伤害。

用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。

“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新

内容。

修订日期 版本 修订说明

2021-02-05 01 初板
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1 HINLINK-Sensor板模组介绍

1.1 产品简介
 HINLINK-Sensor板模组是一个标准接口和标准 38板版型，快速赋能 AI IPC的产品研发。标准

接口完全复合 RK的 38板的 DEMO 40PIN FPC接口。Sensor涵盖业内主流的 Sensor型号，如

GC2053/GC2093，SC2339/SC200AI，IMX307/IMX327/334/335/415，OV2718等。

 HINLINK是一家具备 ISP调试调优能力的方案公司，模组设计有一颗工业级加密芯片。

HINLINK的 ISP.a，ISP.so的执行文件会与加密芯片校验。客户购买我们的摄像头模组，便可快速，低

成本获取匹配的图像效果。当然客户自研的驱动可以不需要加密校验，直接可以点亮。

图 1 模组图片
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2 硬件交付

2.1 硬件设计

2.1.1 硬件电源

 HINLINK严格要求摄像头模组板的硬件质量

 均采用 4层 PCB阻抗板，完整的地层和良好差分信号的阻抗

 Sensor板的复位引脚均设计有 ESD抗扰动

 Sensor板任何一路电源均采用高 PSRR LDO

 我们承认在星光 0.1lux照度下，任何一款 Sensor板都看不到电源横纹干扰
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2.1.2 硬件接口

图 2 接口线序图
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 其线序信号定义表如下：

引脚线序 引脚定义 引脚电压 引脚线序 引脚定义 引脚电压

1 12V 供电输入
宽压

支持 5V 至 24V
21 MIPI/LVDS D1P 输出

必要时底板
加 ESD

2 12V 供电输入
宽压

支持 5V 至 24V
22 MIPI/LVDS D3N 输出

必要时底板
加 ESD

3 NC 23 MIPI/LVDS D3P 输出
必要时底板

加 ESD

4 GND GND 24 MIPI/LVDS D2N 输出
必要时底板

加 ESD

5 光敏 ADC 输出
0-1.8V

底板需 RC 滤波
25 MIPI/LVDS D2P 输出

必要时底板
加 ESD

6 聚焦使能输入 3.3V 高有效 26 GND GND

7 电源使能输入 3.3V 高有效 27 MIPI/LVDS CKN 输出
必要时底板

加 ESD

8 聚焦信号输入 3.3V 高有效 28 MIPI/LVDS CKP 输出
必要时底板

加 ESD
9 变焦使能输入 3.3V 高有效 29 GND
10 IR CUT-引脚输入 3.3V 30 Sensor Reset 输入 1.8V 高有效
11 聚焦信号输入 3.3V 高有效 31 Sensor 掉电控制 1.8V 高有效

12 变焦信号输入 3.3V 高有效 32 Sensor IIC SCL 输入
1.8V 底板加
上拉 2.2K

13 IR CUT+引脚输入 3.3V 33 Sensor IIC SDA 输入
1.8V

底板加上拉
2.2K

14 变焦信号输入 3.3V 高有效 34 变焦 SPI 接口 MOSI 3.3V
15 GND GND 35 变焦 SPI 接口 MISO 3.3V
16 Sensor MCLK 输入 1.8 36 变焦 SPI 接口 CS 3.3V

17 GND GND 37
红外补光灯
PWM调流

3.3V

18 MIPI/LVDS D0N 输出
必要时底板加

ESD
38 变焦 SPI 接口 CLK 3.3V

19 MIPI/LVDS D0P 输出
必要时底板加

ESD
39 3.3V 供电输入

3.3V 底板加
10uF+100nF

20 MIPI/LVDS D1N 输出
必要时底板加

ESD
40 3.3V 供电输入

3.3V 底板加
10uF+100nF

表 3 线序信号定义表



HINLINK-RV11XX 4G面板机板卡介绍 正文

文档版本 20210205 版权所有© HINLINK 恒领科技 9

2.1.3 IR CUT操作

图 3 IR CUT电气图

图 4 IR CUT动作图
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2.2 结构图
 开放，请商务申请
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3 软件交付

3.1 驱动及 ISP效果

 开放，请商务申请

3.2 定焦系统

 HINLINK自研的定焦软件，可支持 LVDS 和MIPI摄像头，支持自动判决对焦 PASS/Fail。
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4 模组图示

4.1 IMX307
 200万-WDR宽动态-月光
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4.2 IMX327
 200万-WDR宽动态-星光
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4.3 OV2718
 200万-WDR宽动态-月光-人脸
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4.4 IMX335
 500百万-WDR宽动态-月光-车牌
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4.5 IMX415
 800百万-WDR宽动态-会议视频 EPTZ
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5 常见 FAQ

5.1 Q1
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